
          テーマである金属箔は電極箔のことであるが、この電極箔の材料
として使用されているアルミ箔を切断するカッターについての開発テーマである。ア
ルミ箔の切断を繰り返すとカッターに凝着が発生し、それが箔の切断面に悪い影響
を及ぼす。このアルミの凝着を減らすのが、今回の開発のねらいである。 
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【連絡先】 TEL 048-665-6221 csg@hokkaimic.co.jp 
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テーマであるセラミックス製カッターを製作するには、いくつかの課題を解決しなけ
ればならない。課題は以下のとおりである。 
・カッターの刃部にダレ・カケを発生させない加工方法の確立 
・1μmの加工精度 
・測定方法の確立および製品保証 

セラミックスをカッターの素材としたのは、電極箔とセラミックスとの相性を考えた時、
凝着が発生しにくいのではないかと推測したためである。セラミックスは非金属であ
るため、アルミの凝着は発生しにくいものと考える。 

カッターは金属箔を切断するために用いられる。当社のカッターは箔を精密に切断
するために用いられる。今回のテーマでの用途は電極箔の切断である。 
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顕微鏡で1000倍に拡大した刃先部 

ダレ・カケのない刃先 


